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(57)【要約】
　データ伝送モジュールは、モジュラープラットフォー
ム内のバックプレーンに受け入れられかつ接続されるコ
ネクタを含む。データ伝送モジュールは、また、ボード
にあるスロット内に受け入れられかつ接続されるとき、
ボードと同一平面になる他のコネクタも含む。データ伝
送モジュールは、さらに、コネクタを介し、ボードとバ
ックプレーンとの間でデータをやり取りするための１つ
またはそれ以上のデータ伝送インターフェースをも含む
。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　１つまたはそれ以上のデータ伝送インターフェースを含む一のモジュールを一のボード
にある一のスロットに前記ボードと同一平面上になるように挿入することであって、前記
モジュールは、一のモジュラープラットフォーム内の一のバックプレーンに接続される１
つまたはそれ以上のデータ伝送コネクタも含むことと、
　前記１つまたはそれ以上のデータ伝送コネクタを前記バックプレーンに接続することと
、
　前記１つまたはそれ以上のデータ伝送インターフェースを介し前記ボードと前記バック
プレーンとの間でデータをやり取りすることと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記１つまたはそれ以上のデータ伝送インターフェースは、一の通信プロトコルを他の
通信プロトコルに翻訳する一のスイッチファブリックインターフェースを含み、前記通信
プロトコルは、前記データを前記ボードから前記スイッチファブリックインターフェース
に転送すべく用いられ、前記他の通信プロトコルは、前記バックプレーンにおける一のス
イッチファブリックに関する前記データを送るために用いられる、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記ボードからの前記データは、前記ボードにおける一の処理要素から送られるデータ
を含み、前記処理要素は、一のネットワークプロセッサを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記処理要素からの前記データを転送すべく用いられる記通信プロトコルは、一のシス
テムパケットインターフェース－４（ＳＰＩ－４）通信プロトコルを含み、前記スイッチ
ファブリックに関する前記データを送るべく用いられる前記他の通信プロトコルは、一の
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ（ＡＳＩ）通信プロ
トコルを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つまたはそれ以上のデータ伝送インターフェースは、一の通信プロトコルを他の
通信プロトコルに翻訳する一のベースファブリックインターフェースを含み、前記通信プ
ロトコルは、前記データを前記ボードから前記スイッチファブリックインターフェースに
転送すべく用いられ、前記他の通信プロトコルは、前記バックプレーンにおける一のベー
スファブリックに関するデータを送るべく用いられる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ボードから前記データを送るべく用いられる前記通信プロトコルは、一のＰｅｒｉ
ｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ（ＰＣＩ）Ｅｘｐｒｅｓ
ｓ　通信プロトコルを含み、前記ベースファブリックに関する前記データを送るベく用い
られる前記通信プロトコルは、一のイーサネット（登録商標）通信プロトコルを含む、請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ボードおよび前記バックプレーンは、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（ＡＴＣＡ）仕様に従
い動作する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　データ伝送モジュールであって、
　一のモジュラープラットフォーム内の一のバックプレーンに受け入れられ、かつ、接続
される一のコネクタと、
　一のボードにある一のスロットに、前記データ伝送モジュールが前記ボードと同一平面
上になるよう受け入れられかつ接続される他のコネクタと、
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　前記コネクタを介し前記ボードと前記バックプレーンとの間でデータをやり取りする１
つまたはそれ以上のデータ伝送インターフェースと、
　を含むデータ伝送モジュール。
【請求項９】
　前記データ伝送モジュールと前記ボードとを接続する複数の締着具と、
　前記ボード上の一の電力コネクタから前記ボード上の一の電力コンバータに電力を送る
よう、前記ボード上にある他の電力供給に接続される一の電力供給であって、その一部が
前記締着具を介して送られる電力供給と、
　をさらに含む、請求項８に記載のデータ伝送モジュール。
【請求項１０】
　前記コネクタは、一の光インターフェース、一の誘導インターフェース、および、一の
容量インターフェースのグループから選択される少なくとも１つを含む、請求項８に記載
のデータ伝送モジュール。
【請求項１１】
　前記１つまたはそれ以上のデータ伝送インターフェースは、一の通信プロトコルを他の
通信プロトコルに翻訳する一のスイッチファブリックインターフェースを含み、前記通信
プロトコルは、前記ボードからの前記データを前記スイッチファブリックインターフェー
スに転送すべく用いられ、前記他の通信プロトコルは、前記バックプレーンにおける一の
スイッチファブリックに関する前記データを送るよう用いられる、請求項８に記載のデー
タ伝送モジュール。
【請求項１２】
　前記ボードからの前記データは、前記ボード上の一の処理要素から送られるデータを含
み、該処理要素は、一のマイクロプロセッサを含む、請求項１１に記載のデータ伝送モジ
ュール。
【請求項１３】
　前記処理要素から前記データを送るべく用いられる前記通信プロトコルは、一のシステ
ムパケットインターフェース－４（ＳＰＩ－４）通信プロトコルを含み、前記スイッチフ
ァブリックに関する前記データを送るよう用いられる前記他の通信プロトコルは、Ａｄｖ
ａｎｃｅｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ（ＡＳＩ）通信プロトコル
を含む、請求項１２に記載のデータ伝送モジュール。
【請求項１４】
　前記１つまたはそれ以上のデータ伝送インターフェースは、一の通信プロトコルを他の
通信プロトコルに翻訳する一のベースファブリックインターフェースを含み、前記通信プ
ロトコルは、前記データを前記ボードからの記ベースファブリックインターフェースに転
送すべく用いられ、前記他の通信プロトコルは、前記バックプレーンにおける一のべース
ファブリックに関する前記データを送るべく用いられる、請求項８に記載のデータ伝送モ
ジュール。
【請求項１５】
　前記データを前記ボードから送るべく用いられる前記通信プロトコルは、一のＰｅｒｉ
ｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ（ＰＣＩ）Ｅｘｐｒｅｓ
ｓ通信プロトコルを含み、前記ベースファブリックに関する前記データを送るべく用いら
れる前記通信プロトコルは、一のイーサネット（登録商標）通信プロトコルを含む、請求
項１４に記載のデータ伝送モジュール。
【請求項１６】
　前記ボードおよび前記バックプレーンは、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（ＡＴＣＡ）仕様に従
い動作する、請求項８に記載のデータ伝送モジュール。
【請求項１７】
　ボードであって、
　前記ボードに一のデータ伝送モジュールを受け入れかつ接続する一のスロットであって
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、前記データ伝送モジュールは、１つまたはそれ以上のデータ伝送コネクタを介し一のモ
ジュラープラットフォーム内の一のバックプレーンと接続し、前記データ伝送モジュール
は、前記ボードと前記バックプレーンとの間でデータをやり取りする１つまたはそれ以上
のデータ伝送インターフェースを含み、さらに、
　前記データ伝送モジュールに一のボードコネクタを接続する一のコネクタと、
　前記コネクタと前記モジュールの幅の少なくとも一部とを接続する側に前記データ伝送
モジュールの全幅を収容する面積を有する一の切欠部であって、前記データ伝送モジュー
ルが、前記ボードに受け入れられかつ接続されたときに該ボードと同一平面上にあるよう
に前記データ伝送モジュールを収容する切欠部と、
　を含むスロットを含むボード。
【請求項１８】
　前記ボードは、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｍｐ
ｕｔｉｎｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（ＡＴＣＡ）仕様に従い動作するよう設計される
、請求項１７に記載のボード。
【請求項１９】
　前記ボードは、一のＡＴＣＡ対応ボード上にあるデータ伝送コネクタをもつ一のＡＴＣ
Ａ対応バックプレーンと接続する前記ＡＴＣＡ対応ボードと同じプロフィールを有する請
求項１８に記載のボード。
【請求項２０】
　モジュラープラットフォームシステムであって、
　一のバックプレーンと、
　一のスロットを含む一のボードと、
　前記スロット内の前記ボードに受け入れられかつ接続される一のコネクタと、前記バッ
クプレーンに受け入れられかつ接続される他のコネクタとを含む一のデータ伝送モジュー
ルであって、前記ボードと同一平面上にある前記スロット内に受け入れられかつ接続され
、前記コネクタにより接続される通信リンクを介し前記ボードと前記バックプレーンとの
間でデータをやり取りする１つまたはそれ以上のデータ伝送インターフェースをさらに含
むデータ伝送モジュールと、
　を含むモジュラープラットフォームシステム。
【請求項２１】
　前記１つまたはそれ以上のデータ伝送インターフェースは、一の通信プロトコルを他の
通信プロトコルに翻訳する一のベースファブリックインターフェースを含み、前記通信プ
ロトコルは、前記バックプレーンにおける一のベースファブリックに関する命令を一の制
御盤から前記ボードに転送するよう用いられ、前記他の通信プロトコルは、前記命令を前
記ボード上の一の処理要素に転送するよう用いられる、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記命令を前記処理要素に送るべく用いられる前記通信プロトコルは、一のＰｅｒｉｐ
ｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ（ＰＣＩ）Ｅｘｐｒｅｓｓ
通信プロトコルを含み、前記ベースファブリックに関する前記命令を送るべく用いられる
前記通信プロトコルは、一のイーサネット（登録商標）通信プロトコルを含む、請求項２
１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記処理要素は、一のネットワークプロセッサを含む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記データ伝送モジュールは、前記他のコネクタが前記バックプレーンに受け入れられ
かつ接続されるのを促進する一のガイドをさらに含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記モジュラープラットフォームおよび前記制御盤は、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｌｅｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（ＡＴＣ
Ａ）仕様に対応し、前記制御盤は、一のシェルフマネージャコントローラ（ＳｈＭＣ）で
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ある、請求項２１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　モジュラープラットフォームシステムは、一般的に、共同で利用できる部分を用いるこ
とにより信頼性が増し、コストが削減される通信ネットワークで用いられる。このような
共同利用可能な部分は、モジュラープラットフォームシェルフまたはシャーシを含む。こ
れらのモジュラープラットフォームシェルフは、回路基板または「ボード」などの他の共
同利用可能な部分を受け入れるかまたはそれらと接続する１つまたはそれ以上のバックプ
レーンを含む。これらのボードは、限定されないが、ブレード、キャリアボード、処理ボ
ード、相互接続などを含んでよい。バックプレーンが受け入れかつ接続できる他の共同利
用可能な部分は、ファン、電力設備モジュール（ＰＥＭ）、フィールド交換可能、ユニッ
ト（ＦＲＵ）、アラームボードなどの構成要素を含む。
【０００２】
　モジュラープラットフォームシステム内のバックプレーンは、１つまたはそれ以上のデ
ータ伝送および電力コネクタを介しボードを受け入れ、かつ、接続できる。一般的に、１
つまたはそれ以上のデータ伝送コネクタは、バックプレーンに受け入れられかつ接続され
たボードを相互接続する通信リンクを含む。これらの通信リンクは、また、相互接続され
るボードを所定のボード上にある構成要素（例えば、メザニンカード、処理要素、チップ
セット、メディアデバイスなど）に接続することもできる。データおよび／または命令は
、様々な異なる通信プロトコルを用いてこれらの通信リンク上で送られる。一般的に、デ
ータ伝送インターフェースは、異なる通信プロトコルを用いる通信リンク間のブリッジと
して機能する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００３】
　一般的に、モジュラープラットフォーム内のバックプレーンと接続すべく設計されるボ
ードは、常駐のデータ伝送インターフェースを含む。異なるタイプのデータ伝送インター
フェースを収容するには様々なボード設計が必要とされるだろう。異なるタイプのデータ
伝送インターフェースは、ボードとバックプレーンとの間の通信リンク上でデータおよび
／または命令をやり取りすべく用いられる１つまたはそれ以上の所定の通信プロトコルを
支持することができる。多数の設計は製造コストを上げ、また、多数の通信プロトコルを
用いる通信リンクをもつバックプレーンとのボードの互換性における不確定さによってボ
ードの信頼性を低下させる可能性もある。さらに、通信プロトコルがアップデートまたは
変更されるたびに、それに伴うボードおよび常駐のデータ伝送インターフェースの再設計
がおそらく必要であろう。したがって、ボード上に常駐するデータ伝送インターフェース
は、通信ネットワークにおけるモジュラープラットフォームのための費用効率および信頼
性が高いボードにとっては問題がある。
【０００４】
　図１は、ボード１１０におけるスロット１１２に受け入れられかつ接続されて、バック
プレーン１３０に受け入れられかつ接続されるデータ伝送モジュール１２０の一例を示す
。図１に示すように、データ伝送モジュール１２０は、コネクタ１１４を含むスロット１
１２を介しボード１１０に受け入れられかつ接続されるボードコネクタ１１２を含む。
【０００５】
　データ伝送モジュール１２０は、データ伝送コネクタ１２４Ａ－Ｅを介しバックプレー
ン１３０に受け入れられかつ接続されるようにも示される。例えば、データ伝送コネクタ
１２４Ａ－Ｅは、バックプレーン１３０のコネクタ１３２Ａ－Ｉを介しバックプレーン１
３０に接続されてもよい。以下にさらに詳細に記載するように、データ伝送モジュール１
２０は、ボード１１０とバックプレーン１３０との間でのデータおよび／または命令のや
り取りを促進する１つまたはそれ以上のデータ伝送インターフェース１２６も含む。
【０００６】
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　ボード１１０は、バックプレーン１３０（例えばコネクタ１３４Ａ－Ｉを介し）と接続
する電力コネクタ１１６も含む。一例では、バックプレーン１３０は、電力コネクタ１１
６に接続されたときにコネクタ１３４Ａを介しボード１１０およびデータ伝送モジュール
１２０に電力を供給する。
【０００７】
　一例では、ボード１１０は、２００２年１２月３０日公開のＰＣＩ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉ
ａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓ　Ｇｒｏｕｐ　（ＰＩＣＭＧ）の
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ａｒ
ｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　（ＡＴＣＡ）基礎仕様、ＰＩＣＭＧ３．０　Ｒｅｖ．１．０およ
び／またはその仕様（ＡＴＣＡ仕様）の最新バージョンに従い動作するよう設計されるボ
ードであってよい。また、バックプレーン１３０は、ＡＴＣＡ仕様に従い動作するよう設
計されていてもよいが、本開示は、ＡＴＣＡ対応ボードおよびバックプレーンだけに限定
されず、Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ　（ｃＰＣＩ）対応ボード、ＶｅｒｓａＭｏｄｕｌａｒ　Ｅｕｒｏｃａｒｄ　（ＶＭ
Ｅ）対応ボード、あるいは、バックプレーンおよびボードの設計および動作を定める他の
タイプの業界標準にも適用できる。さらに、本開示は、モジュラープラットフォームシス
テム内で動作するよう設計される登録商標のボードおよび／またはバックプレーンにも適
用できる。
【０００８】
　一実施態様では、データトランスポートコネクタ１２４Ａ－Ｅは、コネクタ１３２Ａ－
Ｉを介し、「ゾーン２」と呼ばれるＡＴＣＡバックプレーン領域内のＡＴＣＡバックプレ
ーン１１０と接続する。ＡＴＣＡ仕様では、ゾーン２内で接続するコネクタを「データ伝
送」コネクタと呼ぶ。これらのコネクタは、ボード１１０（例えばデータ伝送モジュール
１２０を介する）とバックプレーン１３０に接続される他のボードとの間でデータおよび
／または命令を送る通信リンクを含む。通信リンクは、これらに限定されないが、「スイ
ッチファブリック」または「ベースファブリック」通信リンクを含む。
【０００９】
　一例では、データ伝送コネクタ１２４Ａ－Ｅは、ＡＴＣＡモジュラープラットフォーム
における「ゾーン３」データ伝送コネクタに接続するコネクタも含む。例えば、ゾーン３
データ伝送コネクタは、リアトランジションモジュール（ＲＴＭ）のような入出力デバイ
スに接続してよい。これらゾーン３コネクタは、スイッチおよび／またはベースファブリ
ック通信リンクを含んでよい。
【００１０】
　ＡＴＣＡ対応ボードにおけるベースファブリックインターフェースは、ベースファブリ
ック上で１０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔイーサネット（登録商標）通信プロトコル
（"Ｅｔｈｅｒｎｅｔ"）を支持するよう設計される。例えば、イーサネット（登録商標）
関連通信プロトコルは、２００４年９月７日発行の電気電子学会（ＩＥＥＥ）基準８０２
．３ａｈ－２００４情報技術－システム間の電気通信および情報交換－地方および大都市
ネットワーク－特定必要条件－パート３：衝突検出付きキャリア検知多重アクセス方法お
よび物理層の仕様、および／またはその基準（イーサネット（登録商標）基準）の最新バ
ージョンに記載されている。
【００１１】
　一例では、ベースファブリックは、バックプレーンに接続されるボードと、「シェルフ
マネージャコントローラ」（ＳｈＭＣ）としてＡＴＣＡ仕様書に記載された管理および／
または制御盤との間でのデータおよび／または命令の経路設定を促進することができる。
管理および／または制御命令を含み得るがこれに限定されないデータおよび／または命令
は、イーサネット（登録商標）通信プロトコルを用い、バックプレーンにおけるベースフ
ァブリック上におけるＳｈＭＣとボードとの間でやり取りされることができる。これらの
管理および／または制御命令は、例えば、モジュラープラットフォームおよび該モジュラ
ープラットフォームに接続されるボードの遠隔管理、オペレーティングパラメータ（例え
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ば温度および電圧）のリアルタイムモニタ、分散処理、および、フォールトトレランスな
どを促進することができる。
【００１２】
　一般的に、ＡＴＣＡ対応ボードのスイッチファブリックインターフェースは、１つまた
はそれ以上の通信プロトコルを支持するよう設計され得る。これらのプロトコルは、ＡＴ
ＣＡ仕様へのサブセット仕様と関連し、および／または、により記載され、一般には「Ｐ
ＩＣＭＧ３．ｘ仕様」と呼ばれる。ＰＩＣＭＧ３．ｘ仕様は、これらに限定されないが、
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ／Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　（ＰＩＣＭＧ３．１）、Ｉｎｆｍｉｂ
ａｎｄ　（ＰＩＣＭＧ３．２）、ＳｔａｒＦａｂｒｉｃ　（ＰＩＣＭＧ３．３）、ＰＣＩ
－Ｅｘｐｒｅｓｓ／Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　（ＰＩＣＭＧ　３．４）、
および、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｆａｂｒｉｃ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｓ－Ｒａｐｉｄ
ＩＯ（ＰＩＣＭＧ３．５）を含む。一例では、ＰＩＣＭＧ３．ｘ仕様に関連する通信プロ
トコルを支持するよう設計された１つまたはそれ以上のスイッチファブリックインターフ
ェースは、スイッチファブリックを介しＡＴＣＡバックプレーンに接続されるボード間の
データおよび／または命令のやり取りを促進できる。
【００１３】
　一例では、コネクタ（例えばデータ伝送コネクタ１２４Ａ－Ｅ、コネクタ１１４、およ
び／または、コネクタ１３４Ａ－Ｉ）は、高密度インピーダンス制御型コネクタであって
よい。他の例では、これらのコネクタは、機械的接触を必要としない高速・高密度のイン
ターフェースを含み得る。これらのコネクタは、光、誘導、または、容量インターフェー
スなど他の方法を介して接続されることもできる。これらの方法は、例えば、シリコン製
造技術を用いて製造され得るマイクロエレクトロメカニカルシステム（ＭＥＭＳ）の使用
を含んでよい。
【００１４】
　光インターフェースの一例は、フリップチップアセンブリを用いる縦型空洞表面放出レ
ーザ（ＶＣＳＥＬ）アレイと一体化された二次元ＭＥＭＳ制御可能なマイクロレンズアレ
イであってよい。誘導インターフェースの例は、マイクロ（微小）コイル面積を有する面
外三重螺旋であってよい。容量インターフェースの一例は、平行板で領域調整可能なＭＥ
ＭＳコンデンサであってよい。ただし、本開示は、上記インターフェースのみに限定され
ない。
【００１５】
　一実施形態では、データ伝送モジュール１２０は、ボード１１０に受け入れられかつ接
続されるとき、ボード１１０の側部１１８と同一平面になる。この同平面の向きは、例え
ば、ボード１１０に常駐のデータ伝送コネクタを介しバックプレーンと接続するＡＴＣＡ
対応ボードと同じプロフィールを与える。
【００１６】
　一実施形態では、ボード１１０におけるスロット１１２は、コネクタ１１４と接続する
側のデータ伝送モジュール１２０の全長を収容できる寸法を有する切欠部を含む。さらに
、スロット１１２は、データ伝送モジュール１２０の幅の少なくとも一部を収容する。例
えば、幅の一部は、データ伝送モジュール１２０が同一平面の向きでボード１１０に接続
されるとき、データ伝送コネクタ１２４Ａ－Ｅがボード１１０の端からＡＴＣＡ対応ボー
ドの端における常駐のデータ伝送コネクタと同じかまたは同様の距離突き出るようであっ
てよい。
【００１７】
　一例では、データ伝送モジュール１２０自体は「ホットスワップ可能」ではない。しか
しながら、一旦ボード１１０がデータ伝送モジュール１２０およびコネクタ１１６を介し
バックプレーン１３０に受け入れられかつ接続されると、データ伝送モジュール１２０を
備えるボード１１０は、ＡＴＣＡ対応バックプレーンに接続されるボードなら何でもホッ
トスワップ可能なボードとして機能する。
【００１８】
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　図１には示されていないが、ボード１１０は、データ伝送モジュール１２０を適所に誘
導しかつ保持する手助けをするレール機構を含み得る。例えば、小型"Ｈ"梁に類似した構
造がボード１１０に装着されることにより、スロット１１２内に受け入れられかつ接続さ
れた状態でデータ伝送モジュール１２０をコネクタ１１４に導くスライドとして機能し得
る。
【００１９】
　図２は、ボード１１０に受け入れられかつ接続されるデータ伝送モジュール１２０の一
例を示す。図２に示すように、データ伝送モジュール１２０は、締着具２２０を用いてボ
ード１１０に固定されることができる。
【００２０】
　一実施態様では、締着具２２０は、データ伝送モジュール１２０をボード１１０に機械
的に固定することができる。また、締着具２２０は、電源回路２１０を介し電力コンバー
タ２０５に電力を供給する経路の選択を促進でき、バックプレーン（例えばバックプレー
ン１３０）に接続される場合、電力は、電力コネクタ１１６を介し受け取られる。例えば
、締着具２２０は、下部電力供給２１２、中部電力供給２１４、および、上部電力供給２
１６を含む電力回路２１０の部分を一緒に接続する。図２に示すように、上部および下部
電力供給２１２および２１６は、ボード１１０上にあり、一方、中部電力供給２１４は、
データ伝送モジュール１２０上にある。
【００２１】
　一例では、ボード１１０は、バックプレーン１３０に接続されるとき、電力コネクタ１
１６を介し主および余剰－４８ボルト直流（ＶＤＣ）を受け取るＡＴＣＡ対応ボードであ
る。その後、－４８ＶＤＣは、電源回路２１０を介し電力コンバータ２０５に送られる。
典型的なＡＴＣＡ対応モジュラープラットフォームシェルフおよび／またはラック内の空
気は、下部（電力コネクタ１１６が配置されている所）から上部（電力コンバータ２０５
）が配置されている所）へと流れるので、このルーティングは、電力コンバータ２０５に
より生成される熱の散逸を促進する。上部における電力コンバータ２０５の位置は、ボー
ド１１０における他のデバイスに対する電力コンバータ２０５の余熱の影響を軽減する。
これらのデバイスのほとんどがＡＴＣＡ対応ボードにおける気流の下流になるという理由
から、熱影響が軽減されるということもあり得る。
【００２２】
　一例では、ボード１１０は、図２に示されるようなガイド１２８を含む。例えば、ガイ
ド１２８は、ボード１１０上にあり、データ伝送モジュール１２０を備えるボード１１０
がバックプレーン（例えばバックプレーン１３０）に受け入れられかつ接続されるような
適切な場所に誘導する助けとなる役目を果たす。他の実施形態では、ガイド１２８は、デ
ータ伝送モジュール１２０の上にあってよい。この他の例では、ガイド１２８は、ボード
１１０がバックプレーンに受け入れられかつ接続されるよう誘導する助けとなる役目を果
たし得る。さらなる他の例では、ガイド１２８は、ボード１１０およびデータ伝送モジュ
ール１２０の両方の上にあってよい。
【００２３】
　図３は、バックプレーン１３０とボード１１０上にある処理要素３００との間のデータ
伝送インターフェース１２６を含むデータ伝送モジュール１２０の構造図の一例である。
図３に示すように、データ伝送インターフェース１２６は、データ伝送インターフェース
３２２および３２４を含む。一実施態様では、データ伝送インターフェース３２２（ベー
スファブリックインターフェース）は、ベースファブリック３３２に接続され、データ伝
送インターフェース３２４（スイッチファブリックインターフェース）は、スイッチファ
ブリック３３４に接続される。通信リンク３１０および３１２も図３にそれぞれ示すよう
に、データ伝送インターフェース３２２および３２４をそれぞれ処理要素３００に接続す
る。
【００２４】
　一例では、処理要素３００は、これらに限定されないが、ネットワークプロセッサ（Ｎ
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Ｐ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、または、用途特化集積チップ（
ＡＳＩＣ）を含む。処理要素３００は、ボード１１０上にあっても、および／または、ボ
ード１１０上にあるコネクタに接続されるモジュールおよび／または構成要素（例えば、
メザニンおよび／またはアドバンスドメザニンカード、チップセットコントローラ、管理
コントローラなど）上にあってもよい。
【００２５】
　一例では、制御ユニット３０５は、１つまたはそれ以上の処理要素３００に応答し、か
つ／または、１つまたはそれ以上の処理要素３００上にあってよい。制御ユニット３０５
は、ベースファブリック３３２を介しバックプレーン１３０に接続される処理要素３００
の制御および／または管理を促進する制御ロジックを含むことができる。
【００２６】
　一例では、ボード１１０は、ＡＴＣＡ仕様に従い、そして、同じくＡＴＣＡ対応のバッ
クプレーン１３０に接続される。上述のように、ＡＴＣＡ対応バックプレーンにおけるベ
ースファブリックは、データおよび／または命令を送るべくイーサネット（登録商標）通
信プロトコルを用いるが、処理要素３００は、イーサネット（登録商標）とは異なる通信
プロトコルを用いて（例えば制御ユニット３０５を介して）応答および／または動作する
ことができる。例えば、処理要素３００は、２００５年３月２８日に公開されたＰＣＩ－
Ｅｘｐｒｅｓｓ　Ｂａｓｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ、Ｒｅｖ．１．１、および／ま
たは、その仕様（ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ仕様）の最新バージョンに記載されるような通
信プロトコルを用いて動作してよい。データ伝送インターフェース３２２は、ベースファ
ブリック３３２において受信されるデータおよび／または命令の転送を促進するブリッジ
として機能することができる。データ伝送インターフェース３２２は、データおよび／ま
たは命令に関連するイーサネット（登録商標）通信プロトコルをＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ
通信プロトコルに翻訳することができる。その後、データ伝送インターフェース３２２は
、ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ通信プロトコルを用い、データおよび／または命令を、通信リ
ンク３１０を介し制御ユニット３０５および／または処理要素３００へと転送する。
【００２７】
　一例では、ＡＴＣＡ　ＳｈＭＣは、バックプレーン１３０におけるベースファブリック
１３２に関する管理および／または制御命令を処理要素３００に転送する。一旦命令がデ
ータ伝送インターフェース３２２に届くと、それらの命令に関連するイーサネット（登録
商標）通信プロトコルは、ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ通信プロトコルに翻訳される。その後
、命令は、ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ通信プロトコルを用いて制御ユニット３０５および／
または処理要素３００へと送られる。処理要素３００および／または制御ユニット３０５
は、管理および／または制御命令に応答し、ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ通信プロトコルを用
いて伝送されてよい。したがって、例えば、データ伝送インターフェース３２２がＰＣＩ
－Ｅｘｐｒｅｓｓをイーサネット（登録商標）に翻訳し、イーサネット（登録商標）通信
プロトコルを用いてベースファブリック３３２に関する応答データをＡＴＣＡ　ＳｈＭＣ
に送ることができる。
【００２８】
　一実施態様では、スイッチファブリック３３４は、ＰＩＣＭＧ３．ｘ仕様で参照される
１つまたはそれ以上の通信プロトコルを利用してボード１１０とのデータのやり取りを促
進することができるが、スイッチファブリック通信プロトコルは、ＰＩＣＧＭ３．ｘ仕様
で言及されるそれらのみに限定されない。一例では、スイッチファブリック３３４は、デ
ータおよび／または命令と、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎ
ｎｅｃｔ（ＡＳＩ）通信プロトコルとしてＰＩＣＭＧ３．４仕様で参照される通信プロト
コルとを関連付けてよい。ＡＳＩ通信プロトコルは、２００４年１１月に公開されたＡｄ
ｖａｎｃｅｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｏｒｅ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ、Ｒｅｖ．１．１および／またはその仕様（ＡＳ仕様）の最新バージョ
ンに詳しく記載されている。
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【００２９】
　一例では、スイッチファブリック３３４は、データおよび／または命令を処理要素３０
０に転送するＡＳＩ通信プロトコルを用いることができる。しかしながら、処理要素３０
０は、ＡＳＩ通信プロトコルとは異なる通信プロトコルを用いてデータを操作および／ま
たは転送できる。例えば、処理要素３００は、通信リンク３１２において、システムパケ
ットインターフェース（ＳＰＩ）に関連する通信プロトコルを用いてデータを送ってよい
。そのようなＳＰＩ通信プロトコルは、ＳＰＩ－４実施契約、段階２改訂版１、物理およ
びリンク層デバイスのＯＣ－１９２システムインターフェースに記載されるような、２０
０３年１０月１５日に公開され、オプティカルインターネットワーキングフォーラム（Ｏ
ＩＦ）を通じて利用可能なＳＰＩ－４である。
【００３０】
　一実施態様では、データ伝送インターフェース３２４は、スイッチファブリック３３４
を介し受信されるデータの転送を促進するブリッジとして機能することもできる。このデ
ータは、例えば、ＡＳＩ通信プロトコルを用いて送られてもよく、ＳＰＩ―４通信プロト
コルを用いて動作するボード１１０における処理要素３００用とされてよい。この実施態
様では、データに関連するＡＳＩ通信プロトコルは、データ伝送インターフェース３２４
によりＳＰＩ－４通信プロトコルに翻訳され、その後データは、ＳＰＩ－４通信プロトコ
ルを用い、通信リンク３１２を介し処理要素３００へと転送される。
【００３１】
　一例では、データ伝送モジュール１２０は、データ伝送インターフェース３２４のみを
含む。この例では、ベースファブリック３３２は、データ伝送モジュール１２０を経由し
てボード１１０上のベースインターフェースに送られてよい。他の例では、データ伝送モ
ジュール１２０は、データ伝送インターフェース３２２のみを含む。この例では、スイッ
チファブリックは、データ伝送モジュール１２０を介しボード１１０上のスイッチファブ
リックインターフェースへと送られる。
【００３２】
　図４は、モジュラープラットフォーム４００の一例の部分図である。モジュラープラッ
トフォーム４００は、ＡＴＣＡ仕様に対応すべく設計された電気通信サーバであってよい
。ボードおよびバックプレーンに関し上述したように、モジュラープラットフォームは、
ＡＴＣＡ対応モジュラープラットフォームだけに限定されない。図４は、説明を明確にす
るために選択された部分が取り除かれたモジュラープラットフォーム４００の部分図を示
す。
【００３３】
　バックプレーン１３０に接続されるボード１１０、４２０および４３０を含むモジュラ
ープラットフォーム４００が示されている。一例では、図１に示し上述するように、ボー
ド１１０は、データ伝送モジュール１２０を介しバックプレーン１３０上のコネクタ１３
２Ａ－Ｉと接続してよい。さらに、電力コネクタ１１６は、ボード１１０およびデータ伝
送モジュール１２０の両方に電力を供給すべくバックプレーン１３０に接続されてよい。
【００３４】
　一例では、ボード４２０および４３０は、データ伝送モジュールおよび電力コネクタ（
図示せず）を介しバックプレーン１３０にも接続されることができる。ボード４２０およ
び４３０は、また、データ伝送モジュールを介さず直接バックプレーン１３０と接続して
もよい。代わりに、ボード４２０および４３０は、これらのボード上にあるデータ伝送コ
ネクタを介し接続してもよい。
【００３５】
　一実施態様では、ボード４２０は、モジュラープラットフォーム４００用ＡＴＣＡ　Ｓ
ｈＭＣとして機能でき、イーサネット（登録商標）通信プロトコルを用い、ベースファブ
リック３３２を介しボード１１０における処理要素３００に管理および／または制御命令
を伝送できる。イーサネット（登録商標）通信プロトコルは、データ伝送インターフェー
ス３２２、および、異なる通信プロトコルを用いて通信リンク３１０を介し制御ユニット
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３０５および／または処理要素３００へと送られるデータおよび／または命令により異な
る通信プロトコルへと翻訳されることができる。
【００３６】
　一実施態様では、データおよび／または命令は、ボード１１０における処理要素３００
からボード４３０へと送られてよい。例えば、データおよび／または命令は、ボード４３
０における処理要素によるさらなる処理を必要とするかもしれない。データ伝送インター
フェース３２４は、データおよび／または命令を送るべく用いられる通信プロトコル（例
えばＳＰＩ－４）をスイッチファブリック３３４（例えばＡＳＩ）により用いられる異な
る通信プロトコルに翻訳することができる。その後、データおよび／または命令は、異な
る通信プロトコルを用い、バックプレーン１３０内のスイッチファブリック３３４を介し
ボード４３０へと送られる。
【００３７】
　図５は、ボード１１０におけるスロット１１２内にデータ伝送モジュール１２０を挿入
する方法の一例のフローチャートである。ブロック５１０では、データ伝送モジュール１
２０は、ボード１１０におけるスロット１１２内に挿入される。例えば、挿入されるとき
、ボードコネクタ１２２がスロット１１２内に受け入れかつ接続されることにより、デー
タ伝送モジュール１２０は、ボード１１０と同一平面上にあるようスロット１１２内に嵌
まる（図１を参照）。上述のように、データ伝送モジュールは、例えば、モジュラープラ
ットフォーム４００におけるバックプレーン１３０と接続するデータ伝送コネクタ１２４
Ａ－Ｅを含む（図４を参照）。
【００３８】
　ブロック５２０では、ボード１１０は、バックプレーン１３０に挿入される。例えば、
データ伝送モジュール１２０におけるデータ伝送コネクタ１２４Ａ－Ｅは、バックプレー
ン１３０におけるコネクタ１３２Ａに受け入れられかつ接続される。さらに、電力コネク
タ１１６は、コネクタ１３４Ａに受け入れられかつ接続される。
【００３９】
　ブロック５３０では、ボード１１０が一旦バックプレーン１３０に接続されると、デー
タおよび／または命令は、データ伝送モジュール１２０における１つまたはそれ以上のデ
ータ伝送インターフェース１２６（例えばデータ伝送インターフェース３３２または３２
４）を介しボード１１０との間でやり取りされる。データおよび／または命令は、ベース
ファブリック３３２および／またはスイッチファブリック３３４を介しバックプレーン１
３０から送られてよい。上述のように、データ伝送インターフェースは、ボード１１０に
おける処理要素３００とのデータおよび／または命令のやり取りを容易にできる。
【００４０】
　例えば、モジュラープラットフォーム４００におけるバックプレーン１３０に挿入され
るべきボードに他のデータ伝送モジュールが挿入される場合は、プロセスをやり直す。
【００４１】
　これまで、本開示を理解すべく、多数の具体的な詳細が説明の目的で記載されてきた。
これら具体的な詳細がなくとも本開示を実施できることは明らかであろう。他の例におい
て、本開示を曖昧にすることを避けるべく、構造、および、デバイスをブロック図形式で
示した。
【００４２】
　特定の用語「～に応答して」への言及は、特定の特長および／または構造のみに対する
応答性に限定されない。一の特長は、他の特長および／または構造「への応答」であって
も、その特長および／または構造内に配置されていてもよい。さらに、用語「～に応答し
て」は、「～と通信可能に接続され」、あるいは、「～と有効に接続され」などの他の用
語と同義であってもよいが、これらに限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】ボード上のスロットに受け入れられかつ接続されて、バックプレーンに受け入れ
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られかつ接続されるデータ伝送モジュールを示す１つの例である。
【図２】ボードに受け入れられかつ接続されるデータ伝送モジュールの一例を示す図であ
る。
【図３】バックプレーンとボード上の処理要素との間のデータ伝送インターフェースを含
むデータ伝送モジュールの構造図の一例である。
【図４】モジュラープラットフォームの一例の部分図を提供する。
【図５】データ伝送モジュールをボードにおけるスロットに挿入する方法の一例のフロー
チャートである。

【図１】 【図２】
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【図５】
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